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i SITO MATRYCA BGAP QUALCOMM
MSM8974 MSM8998 QU:C3

Cena brutto 9,99 zt

Cena netto 8,12 zt

Dostepnos¢ Aktualnie niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy XBGA0000024

Kod EAN 6949639146106

Opis produktu

BGA0000024

MATRYCA BGA PLATE DO BEZPOSREDNIEGO GRZANIA
DEDYKOWANA DO UKtADOW BGA

QU:C3 - QUALCOMM CPU 0,12mm

Uktady: MSM8974, MSM8998, MSM8937 i inne z serii
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UWAGA:
Maksymalna temp. dla sit przeznaczonych do bezposredniego grzania to 280C.

Dla kulek/pasty Sn63Pb37 temperatura rozptywu to ~190C.

Na naszych pozostatych aukcjach dostepne sa inne akcesoria lutownicze i serwisowe.
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